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(57)【要約】
【課題】　高い精度の公差内に配置されている先端部を
有するプローブ素子を提供する、より容易に製造され、
かつ費用効果のより高いプローブカードを提供すること
。
【解決手段】　第一基板と、第二基板と、第一基板と第
二基板との間に延びている複数の導電性ワイヤと、を含
んでいる、プローブカード、が提供される。導電性ワイ
ヤは、（a）第一端部において第一基板の接点に固定さ
れており、かつ、（b）第二端部において第二基板の接
点に固定されている。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一基板と、
　第二基板と、
　前記第一基板と前記第二基板との間に延びている複数の導電性ワイヤであって、前記導
電性ワイヤが、（a）第一端部において、前記第一基板の接点に固定されており、かつ、
（b）第二端部において、前記第二基板の接点に固定されている、前記複数の導電性ワイ
ヤと、
　を備えている、プローブカード。
【請求項２】
　前記複数の導電性ワイヤが、ワイヤボンドである、請求項１に記載のプローブカード。
【請求項３】
　前記導電性ワイヤが、前記第二基板に隣接する前記第一基板における開口を通じて延び
ている、請求項１に記載のプローブカード。
【請求項４】
　前記第一基板と前記第二基板との間のはんだボール接続部をさらに備えている、請求項
１に記載のプローブカード。
【請求項５】
　前記第一基板と前記第二基板のうちの少なくとも一方が、多層基板である、請求項１に
記載のプローブカード。
【請求項６】
　前記導電性ワイヤの前記第一端部に隣接する、前記第一基板の表面上に支持されている
複数のプローブ素子、をさらに備えている、請求項１に記載のプローブカード。
【請求項７】
　前記プローブ素子が、カンチレバープローブ素子である、請求項6に記載のプローブカ
ード。
【請求項８】
　半導体ウェハを検査するための複数の導電経路の各々が、（a）前記複数のプローブ素
子のうちの1つのプローブ素子、（b）前記複数のプローブのうちの前記1つのプローブに
電気的に結合されている、前記第一基板のそれぞれの接点、および、（c）前記第一基板
の前記それぞれの接点と前記第二基板のそれぞれの接点との間に結合されている、それぞ
れの1本の前記導電性ワイヤ、によって提供されている、請求項６に記載のプローブカー
ド。
【請求項９】
　プリント基板をさらに備えており、前記複数の導電経路の各々が、（d）前記第二基板
の前記それぞれの接点と、前記プリント基板のそれぞれの接点との間の弾性的な導電経路
、を含んでいる、請求項８に記載のプローブカード。
【請求項１０】
　前記第二基板と前記プリント基板との間のインターポーザをさらに備えており、かつ、
前記弾性的な導電経路が、前記インターポーザの圧縮性の導体を含んでいる、請求項９に
記載のプローブカードアセンブリ。
【請求項１１】
　プリント基板をさらに備えており、前記第二基板の接点が、前記プリント基板の接点に
電気的に結合されている、請求項１に記載のプローブカード。
【請求項１２】
　前記第二基板の前記接点の少なくとも一部を前記プリント基板の前記接点に電気的に結
合するための追加の導電性ワイヤをさらに備えている、請求項１１に記載のプローブカー
ド。
【請求項１３】
　前記導電性ワイヤを安定化させる材料をさらに備えており、前記材料がエポキシを備え
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ている、請求項１に記載のプローブカード。
【請求項１４】
　インターポーザとプリント基板とをさらに備えており、前記インターポーザが、前記イ
ンターポーザが前記プリント基板の接点と前記第二基板の接点との間に電気的な相互接続
を提供するように、前記プリント基板と前記第二基板との間に配置されている、請求項１
に記載のプローブカード。
【請求項１５】
　第一基板と、
　第二基板と、
　前記第一基板と前記第二基板との間に延びており、かつ、前記第一基板と前記第二基板
との間の第一導電経路を提供する、複数の導電性ワイヤであって、前記導電性ワイヤが、
（a）第一端部において、前記第一基板の接点に固定されており、かつ、（b）第二端部に
おいて、前記第二基板の接点に固定されている、前記複数の導電性ワイヤと、
　前記第一基板および前記第二基板の各接点の間に配置されている複数のはんだボールで
あって、前記複数のはんだボールが、前記第一基板と前記第二基板との間の第二導電経路
を提供する、前記複数のはんだボール、
　を備えている、プローブカードアセンブリ。
【請求項１６】
　前記複数の導電性ワイヤが、ワイヤボンドである、請求項１５に記載のプローブカード
。
【請求項１７】
　前記導電性ワイヤが、前記第二基板に隣接する前記第一基板における開口を通じて延び
ている、請求項１５に記載のプローブカード。
【請求項１８】
　前記第一基板と前記第二基板のうちの少なくとも一方が、多層基板である、請求項１５
に記載のプローブカード。
【請求項１９】
　前記導電性ワイヤの前記第一端部に隣接する、前記第一基板の表面上に支持されている
複数のプローブ素子、をさらに備えている、請求項１５に記載のプローブカード。
【請求項２０】
　前記プローブ素子が、カンチレバープローブ素子である、請求項１９に記載のプローブ
カード。
【請求項２１】
　半導体ウェハを検査するための複数の導電経路の各々が、（a）前記複数のプローブ素
子のうちの1つのプローブ素子、（b）前記複数のプローブのうちの前記1つのプローブに
電気的に結合されている、前記第一基板のそれぞれの接点、および、（c）前記第一基板
の前記それぞれの接点と前記第二基板のそれぞれの接点との間に結合されている、それぞ
れの1本の前記導電性ワイヤ、によって提供されている、請求項１９に記載のプローブカ
ード。
【請求項２２】
　プリント基板をさらに備えており、前記複数の導電経路の各々が、（d）前記第二基板
の前記それぞれの接点と、前記プリント基板のそれぞれの接点との間の弾性的な導電経路
、を含んでいる、請求項２１に記載のプローブカード。
【請求項２３】
　前記第二基板と前記プリント基板との間のインターポーザをさらに備えており、かつ、
前記弾性的な導電経路が、前記インターポーザの圧縮性の導体を含んでいる、請求項２２
に記載のプローブカード。
【請求項２４】
　プリント基板をさらに備えており、前記第二基板の接点が、前記プリント基板の接点に
電気的に結合されている、請求項１５に記載のプローブカード。
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【請求項２５】
　前記第二基板の前記接点の少なくとも一部を前記プリント基板の前記接点に電気的に結
合するための追加の導電性ワイヤをさらに備えている、請求項２４に記載のプローブカー
ド。
【請求項２６】
　前記導電性ワイヤを安定化させる材料をさらに備えており、前記材料がエポキシを備え
ている、請求項１５に記載のプローブカード。
【請求項２７】
　インターポーザとプリント基板とをさらに備えており、前記インターポーザが、前記イ
ンターポーザが前記プリント基板の接点と前記第二基板の接点との間に電気的な相互接続
を提供するように、前記プリント基板と前記第二基板との間に配置されている、請求項１
５に記載のプローブカード。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、米国仮特許出願第60/657,487号（出願日：2005年3月1日）の利益を主張し、
この文書の内容は、本文書に参照文献として組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、集積回路を試験する装置に関する。より詳細には、本発明は、半導体集積回
路のウェハ試験のためのプローブカードに関する。
【背景技術】
【０００３】
　半導体集積回路の製造においては、正しい動作および関連する特性を確実にするため、
製造時および出荷前に集積回路（「IC」）を試験することが慣習となっている。ウェハ試
験は、ウェハベースの半導体IC（またはダイ）の製造試験において一般に使用されている
周知の試験手法であり、ICの正しい性能を実証するため、例えば、自動試験装置（ATE）
と、ウェハのIC（またはダイ）の各々との間に一時的な電流が確立される。ウェハ試験に
おいて使用される典型的な構成要素には、ATEとプローブカードとの間で試験信号を往復
させるATE試験ボード（ATEに接続される多層プリント基板）が含まれる。
【０００４】
　典型的なプローブカードは、ICウェハ上の一連の接続端子（またはダイ接点）との電気
接触を確立するために配置されている数百本のプローブ針と電気通信状態にある接点を有
するプリント基板（PCB）を含んでいる。公知の特定のプローブカードは、プローブをプ
リント基板に電気的に接続する基板、またはいわゆるスペーストランスフォーマをさらに
含んでいる。スペーストランスフォーマは、例えば、多層セラミック基板、あるいは、多
層有機基板を含んでいることができる。複数のフレキシブルプローブの各々をスペースト
ランスフォーマの取付け面に取り付ける方法が知られている。一般には、プローブは、半
導体製造の分野における通常の技術を有する者に周知である従来のめっき手法またはエッ
チング法によって基板上に形成されている導電性の（例：金属の）ボンディングパッド、
に取り付けられる。別の構造の特定のプローブカードにおいては、プローブの端部をスペ
ーストランスフォーマの表面上の接点と電気通信状態に配置するプローブヘッドアセンブ
リ内にプローブを取り付ける方法が知られている。
【０００５】
　プローブカードの製造における1つの課題は、ICの接続端子に接続されるプローブ先端
部の位置の望ましくない変動が最小になるように、スペーストランスフォーマ基板の取付
け面を、平面性の高い精度の公差内に維持することである。プローブアセンブリ内のすべ
てのプローブ先端部の位置の高い精度の公差は、個々のプローブ先端部と、試験されるチ
ップの端子との間に同じ接触条件を確立して維持するうえで極めて重要である。位置の公
差は、対応する端子に対するプローブ先端部の位置と、ブロードとICの接続端子との間に
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十分な電気接続を確立するために必要な力の、両方に影響する。プローブ先端部の位置の
公差を高精度に制御するためには、複数のプローブの取付け面が、実現可能な限り平面に
近いことが望ましい。
【０００６】
　具体的には、プローブを基板に取り付けるための一般的な手法の1つとして、めっき手
法を使用して基板上に柱構造を形成するステップの後に、各プローブを柱にTABボンディ
ングするステップが挙げられる。めっきされた柱の各々の上部を共通平面上に維持するこ
とが難しい。さらに、プローブが柱に取り付けられるときにプローブの正しい整列状態を
維持することが難しい。
【０００７】
　スペーストランスフォーマ基板にプローブを直接的に取り付けることのさらなる欠点と
して、基板は相対的に高価な品目である傾向にあり、基板にプローブを取り付ける工程中
に、基板が使用できなくなるような欠陥が生じた場合、そのような欠陥のコストは大きい
。
【０００８】
　従って、高い精度の公差内に配置されている先端部を有するプローブ素子を提供する、
より容易に製造され、かつ費用効果のより高いプローブカードを提供することは、望まし
いであろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の例示的な実施例によると、第一基板と、第二基板と、前記第一基板と前記第二
基板との間に延びている複数の導電性ワイヤと、を含んでいる、プローブカード、が提供
される。前記導電性ワイヤは、（a）第一端部において、前記第一基板の接点に固定され
ており、かつ、（b）第二端部において、前記第二基板の接点に固定されている。
【００１０】
　本発明の別の例示的な実施例によると、複数のはんだボールが、前記第一基板の接点と
前記第二基板の接点との間に配置されている。複数の導電性ワイヤは、前記第一基板と前
記第二基板との間の第一導電経路を提供し、かつ、前記複数のはんだボールは、前記第一
基板と前記第二基板との間の第二導電経路を提供する。
【００１１】
　本発明を説明する目的で、図面には、現時点において好ましい本発明の形態が示されて
いる。しかしながら、本発明は、示されているとおりの配置構成および手段には制限され
ないことを理解されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本文書において使用されている用語「基板」は、幅広い範囲のデバイス（例：多層セラ
ミック基板、多層有機基板、単層基板、プリント基板、インタフェースボード（例：FR4
インタフェースボード）、スペーストランスフォーマ）を意味するものとする。
【００１３】
　本発明の例示的な実施例によると、半導体ダイを試験するためのプローブカードが提供
される。このプローブカードは、積層編成の第一および第二基板を含んでいる。第一基板
は、第一の一連の電気接点が上に配置されている第一面を含んでいる。これらの接点は、
第二面上に形成されている第二の一連の接点に電気的に接続されている。この電気接続は
、任意の従来の手段（例：電気トレースおよび／または導電性ビア）によるものとするこ
とができる。
【００１４】
　第二基板は、（図示されている実施例においては）第一基板の上に位置しており、かつ
、第一面および第二面を含んでいる。第一の一連の電気接点は、第一面上に配置されてい
る。複数のプローブ素子（1つの例示的な実施例においてはカンチレバープローブ）は、
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第一面上に配置されており、プローブの少なくとも一部は、第一の一連の電気接点に電気
的に接続されている。複数の導電性ワイヤボンドは、第二基板上の第一の一連の電気接点
の少なくとも一部を、第一基板上の第一の一連の電気接点の一部に接続している。1つの
例示的な実施例においては、第二の一連の電気接点は、第二基板の第二面上に形成されて
いる。第二の一連の電気接点は、第一基板を貫いて（例えば、貫通ビアによって）、第一
面上の第一の一連の電気接点の一部に電気的に接続されている。第二の一連の電気接点は
、第一基板上の第一の一連の電気接点の一部に電気的に接続されている。
【００１５】
　本発明の上記およびその他の特徴および利点は、添付の図面に示されている本発明の例
示的な実施例の以下の詳細な説明から、さらに明らかになるであろう。
【００１６】
　図1～4を参照し、図面全体を通じて、類似する数字は類似する要素を表しており、半導
体ダイを試験するためのプローブカードアセンブリにおいて使用するための本発明の例示
的な実施例が示されている。第一実施例においては、本発明は、第一基板20と第二基板30
とを有する積層型基板アセンブリ10を含んでいる。積層型基板アセンブリ10は、プローブ
カードアセンブリ（完全には示していない）に組み込まれている。複数のプローブ60は、
第二基板30に取り付けられており、後述されているように、第一基板20に電気的に接続さ
れている。図示されている実施例においては、プローブ60は、カンチレバープローブであ
る。しかしながら、本発明の教示は、数多くの異なるプローブ構造のうちの任意の構造を
含んでいるプローブカードに適用できることを理解されたい。さらに、プローブ60などの
カンチレバープローブを使用するときには、さらなる垂直方向のたわみを提供するため、
図5A～6Bに示されている柱要素など、柱要素（図1～4には明示的には示されていない）を
設けることができる。
【００１７】
　図1～4に示されている積層型基板アセンブリの実施例10, 100は、メモリチップにおけ
る本発明の2種類の例示的な使用を示している。図示されている第一実施例（図1および2
）においては、積層型基板アセンブリ10は、チップの2つの側面上に電気接点を有するフ
ラッシュメモリチップに対して使用するようにされている。図示されている第二実施例（
図3および4）においては、積層型基板アセンブリ100は、チップの側面の1つのみに電気接
点を有するダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）半導体チップに対して使用する
ようにされている。なお、図示されている実施例は、本発明の単純かつ例示的な使用であ
ることが明らかであり、本発明の範囲全体を制限するようにはみなされないものとする。
【００１８】
　図1および2を参照し、積層型基板アセンブリ10は、第一基板20上の接点、例えば、ワイ
ヤトレースあるいは接点パッド（または任意のその他のタイプの電気接点（例：端子、リ
ード））と電気通信状態にある複数のプローブ60を含んでいる。この電気通信は、さまざ
まな手段によって提供することができる。本発明の1つの配置構成においては、電気接続
は、第二基板30からの導電性ワイヤ70を第一基板20上の電気接点にボンディングすること
によって提供される。また、ワイヤボンドに加えて、1本以上のプローブ60を、第二基板3
0を貫通しているビアに接続できることも、考慮されている。この場合、ビアは、例えば
、導電性エポキシまたははんだの塗布、および／またはコイン状バンプ(coined bump)に
よって、第一基板20上の電気接点に接続されている。このようなビアとワイヤボンドの組
合せでは、第二基板30と第一基板20との間の相互接続が最大限になる。
【００１９】
　第一基板20には、第一面24と第二面22とが画成されている。第一基板20は、例えば、半
導体の試験および製造の分野において周知のタイプの多層複合材料とすることができる。
第一の一連の電気トレース／接点26は、第一面24上に設けられている。一連の電気トレー
スまたは接点（図示していない）は、第二面22上に配置されており、プローブカードアセ
ンブリの別の構成要素（例：プリント基板（PCB））と電気通信状態にあり、この別の構
成要素は、自動試験装置（ATE）と電気通信状態にある。第一および第二の一連の電気ト
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レースは、従来の方式において（例：一連のビアによって）多層複合材料を貫いて電気的
に接続されている。
【００２０】
　第二基板30には、第一面34と第二面32とが画成されている。第二基板30は、例えば、関
連する分野における通常の技術を有する者に周知のタイプの多層複合材料とすることがで
きる。1つ以上の中央の開口または溝36は、第二基板30を貫通している。第二基板30には
、側面38, 40が画成されている。
【００２１】
　第一の一連の電気接点44は、第二基板30の第一面34上に配置されている。例えば、電気
接点44は、従来のめっき手法を使用して形成することができ、かつ、例えば、導電性の高
い耐酸化性材料（例：金）から形成することができる。図面に示されているように、電気
接点44は、任意の望ましいパターンに配置されている、導電性材料の薄い帯状片として形
成することができる。
【００２２】
　各プローブ60は、少なくとも1つの電気接点44に接続されており、それらと電気通信状
態にある。図示されている例示的な実施例においては、プローブ60は、電気接点44の上面
の一部に取り付けられている。プローブ60は、第一端部62と第二端部64とを有する。プロ
ーブ先端部66は、第二端部64においてプローブ60に設けられている。プローブ先端部66は
、試験対象の半導体デバイス上の電気接点に接触するようにされており、そのように配置
されている。上述されているように、被試験デバイスが、チップの対向する側面上に2組
の一連の電気接点が配置されているフラッシュメモリチップであるときには、対向する第
一および第二の一連のプローブ60を設けることが望ましい。例えば、プローブ60は、良好
な導電率特性と、良好な強度および疲労特性とを有する材料（例：タングステン、BeCu、
Ni合金、Mo、Mo合金、ハーバー）から作製することができる。プローブ60は、例えば、関
連する分野における通常の技術を有する者に周知のTABボンディング工程を使用すること
によって、電気接点44に接続されている。
【００２３】
　図示されている実施例においては、プローブ60は、カンチレバー式に取り付けられてお
り、第二基板30の第一面34にほぼ平行に延びている縦軸線、または第二基板30の側面から
横方向に延びている縦軸線を有する。なお、積層型基板アセンブリ10は、垂直プローブカ
ードに組み込むこともできることを理解されたい。このような垂直プローブカードは、一
般には、要素として特に、プローブヘッドとスペーストランスフォーマとを備えている。
積層型基板アセンブリのコンセプトを垂直プローブカードに適用することによって、スペ
ーストランスフォーマおよびプローブヘッド要素を、第一基板および第二基板（第二基板
にプローブが取り付けられている）に置き換えることが可能となる。
【００２４】
　複数の第二電気接点46は、例えば、第二基板30の第二面32上に配置されている。電気接
点46は、例えば、従来の手法を使用して第二面32上に配置されている金属接点パッドの形
式である。第二電気接点46は、従来の方法において（例：ビア（図示していない）によっ
て）第二基板30の厚さを貫いて、第一の一連の電気接点44の一部に電気的に接続すること
ができ、および／または、第二基板30の第一面34上の第三の一連の電気接点45に電気的に
接続することができる。
【００２５】
　各プローブ60が第一基板20上の電気トレース26の少なくとも1つと電気通信状態にある
ように、第二基板30上の電気接点46を第一基板20上の電気トレース／接点26に接続するた
めには、導電性接続が使用される。当業者に公知である任意の適切な電気接続を使用する
ことができる。図示されている実施例においては、導電性エポキシまたははんだバンプ48
が、第二基板30における電気接点46上に形成されている。バンプ48は、コイン状バンプ49
によって電気トレース26に接続されている。
【００２６】
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　前段落において説明されている例示的な直接的バンプ接続に代えて、またはこれに加え
て、本発明では、複数の導電性ワイヤ70を使用して、第二基板30上の第一電気接点44を第
一基板20上の電気トレース26に接続することが考慮されている。ワイヤボンド70は、プロ
ーブ60と、少なくとも1つの電気トレース26との間の電気接続を提供する。
【００２７】
　ワイヤ70は、電気接点44にボンディングされている第一端部72と、電気トレース26にボ
ンディングされている第二端部74とを有する。ワイヤ70は、関連する分野の当業者に周知
である従来のワイヤボンディング手法を使用し、従来のワイヤボンディング機械（例：Ku
licke and Soffa Industries社（ペンシルベニア州ウイローグローブ）から販売されてい
るワイヤボンディング機械）を用いて、取り付けることができる。図面に示されているよ
うに、ワイヤ70は、第二基板30の上面における電気接点44から、溝36を通って電気トレー
ス26まで延びていることができる。従来のチップ設計における要件である小さな間隔に対
応するため、溝36の対向する側面上のカンチレバープローブ60を接続しているワイヤ70を
交互に配置することができる。
【００２８】
　次いで、図3および図4を参照し、例示的な積層型基板100は、積層型基板アセンブリ10
と似ているが、いくつかの違いとして、例えば、プローブ60は、第二基板130の一方の縁
部のみから横に延びており、かつダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）半導体チ
ップに典型的な電気接点と結合するようにされている。より具体的には、積層型基板アセ
ンブリ100においては、第一縁部138から第二縁部140まで連続している第二基板130が使用
されており、中間溝の必要がない。積層型基板アセンブリ100においては、ワイヤ70は、
第一縁部138の外側を通って第一基板20上の電気トレース26に接続されている。
【００２９】
　半導体ウェハデバイスの試験時、プローブ先端部66は、動かされて、試験を受ける半導
体ダイのダイ接点に電気的に接触する。プローブ先端部66がダイ接点に接触すると、プロ
ーブ60はたわむ。プローブ60は、第二基板への取付け部分を除いて、その長さに沿って支
持されていないため、プローブの第二端部64は、大きな距離だけ自由にたわむ。
【００３０】
　理解できるように、本発明によって提供される恩恵の1つとして、このアセンブリは、
パッケージの垂直方向のサイズが小さく、その一方で、大きなたわみ能力を提供する。
【００３１】
　さらに、本発明では、パッケージの平面性の制御性が向上しており、なぜなら、第二基
板の平坦性がパッケージの全体的な平面性を実質的に決めるためである。基板の平坦性を
制御することは、プローブのめっき厚さを制御するよりもずっと容易である。さらに、積
層型基板では、相対的に高価な第一基板ではなく、相対的に安価な第二基板にプローブを
接続することができる。従って、プローブの取付け工程時に取付け面が損傷した場合、相
対的に高価な第一基板を回収して再利用することができる。
【００３２】
　このように、積層型基板は、先端部が高い精度の公差内に配置されているプローブを有
する、より容易に製造され、かつ費用効果のより高いプローブカードを提供する。
【００３３】
　図5Aは、プローブカードアセンブリ200の一部分の側面図である。プローブカードアセ
ンブリ200は、プリント基板（PCB）202（接点202aを含んでいる）と、基板204（例：接点
204aおよび204bを含んでいるインタフェースボード204）と、基板208（接点パッド208aお
よび導電性トレース208bを含んでいる）（接点パッド208aは、基板208を貫通している導
電性ビアなどに導電的に結合されている）と、を含んでいる。図5には、プリント基板202
、インタフェースボード204、および基板208の各々の一部のみが図示されている。プリン
ト基板202とインタフェースボード204との間の導電性接触は、はんだボール206によって
提供されている（はんだボール206は接点パッド202aと204aとの間に延びている）。図5A
に示されている例示的な配置構成においては、インタフェースボード204と基板208との間
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の導電性接触は、（a）はんだボール210（はんだボール210は接点パッド204bと接点パッ
ド208aとの間に延びている）と、（b）特定の接点パッド204bと導電性トレース208bとの
間に延びている導体212（例：ワイヤボンディングされている導体212）とによって、提供
されている。プローブ素子214（柱214a、梁部214b、および先端部214cを含んでいる）は
、導電性トレース208bに導電的に結合されている。
【００３４】
　図5Aからは明らかでないが、導体212は、基板208における開口（図示していない）（例
：図1～2の前述されている例示的な実施例に示されている溝36）の中を通すことができる
（通さなくてもよい）。
【００３５】
　例えば、特定の配置構成においては、インタフェースボード204と基板208との間の導電
性接続のすべてを導体212を使用して構成するための十分な間隔が存在しないことがある
。従って、はんだボール212は、導体212と併せて、導電性接続を提供することができる。
例えば、特定のプローブカードでは、図1～4に図示されているような1列ないし2列のプロ
ーブとは対照的に、基板上のさまざまなパターン／構成に配置されているプローブ素子を
利用する。
【００３６】
　これに代えて、特定の配置構成においては、このような導電性接続のすべてを導体212
を使用して形成することができ、この場合、はんだボール210を使用して、機械的強度、
弾力性、およびインタフェースボード204と基板208との間の平面性を提供することができ
る。このようなはんだボール210は、インタフェースボード204および基板208の境界部の
全長（境界部の全長は図5Aには示されていない）にわたり延びていることができる。
【００３７】
　図5Bは、別のプローブカードアセンブリ200aの一部分の側面図である。図5Bにおいて、
類似する参照数字（および数字が付されていない類似する要素）は、図5Aの類似する要素
を表している。図5bに示されているプローブカードアセンブリ200aには、第二層のワイヤ
ボンド212が設けられている。すなわち、（インタフェースボード204と基板208との間に
設けられているワイヤボンド212に加えて）プリント基板202とインタフェースボード204
との間にワイヤボンド212が設けられている。充填材料(between material)218（例：エポ
キシポッティング材料）は、ワイヤボンド212に剛性を提供するために設けられている。
エポキシポッティング（または別の非導電性材料）は、基板－ボードアセンブリの機械的
安定性（例：基板208とインタフェースボード204との間の安定性）も提供することができ
る。
【００３８】
　図5Bにおける基板208とインタフェースボード204との間を接続するためにワイヤボンド
212のみを使用すると、基板208におけるビアの使用を排除することができ、これにより、
基板208が相対的に安価となり、かつ、単層基板においてビアを使用することのある種の
電気的信頼度の危険性を排除することもできる。
【００３９】
　図6Aは、別のプローブカードアセンブリ300の一部分の側面図である。図6Aにおいて、
類似する参照数字（および数字が付されていない類似する要素）は、図5Aの類似する要素
を表している。図6Aに示されているプローブカードアセンブリ300においては、インター
ポーザ216が、プリント基板202とインタフェースボード204との間に設けられている。イ
ンターポーザ216は、数多くのタイプのインターポーザ（例：ポゴピンインターポーザ、
ばねピンインターポーザ、めっきされた接点を支持しているフレキシブルシート）のうち
の任意のタイプとすることができる。
【００４０】
　図6Bは、別のプローブカードアセンブリ400の一部の側面図である。図6Bにおいて、類
似する参照数字（および数字が付されていない類似する要素）は、図5Aおよび6Aの類似す
る要素を表している。図6Bに示されているプローブカードアセンブリ400においては、ワ
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イヤボンド212に剛性を提供するために、材料218（例：エポキシポッティング材料）が設
けられている。
【００４１】
　本発明は、主として、基板上の特定のタイプの接点（例：ランドグリッドアレイ接点）
に関連して説明されているが、本発明は、これらに制限されない。本発明の教示は、数多
くのタイプの接点（例：ランドグリッドアレイ接点パッド、ボールグリッドアレイ接点パ
ッド、端子、リード、導電性トレース、または任意のその他のタイプの接点あるいは導電
性領域）のうちの任意のタイプを有する基板に適用することができる。
【００４２】
　本発明は、本発明の概念または本質的な特性から逸脱することなく、別の特定の形態に
具体化することができる。本発明は、その例示的な実施例に関連して説明および図解され
ているが、本発明の概念および範囲から逸脱することなく、上記およびその他のさまざま
な変更、省略、および追加を本発明に行うことができることが、当業者には理解されるで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】フラッシュメモリ半導体チップに対して使用するようにされており、かつ本発明
の例示的な実施例による特徴を有するプローブカードの一部分の斜視図である。
【図２】図1のプローブカードの一部の側断面図である。
【図３】ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）半導体チップに対して使用するよ
うにされており、かつ本発明の別の例示的な実施例による特徴を有するプローブカードの
一部分の斜視図である。
【図４】図3のプローブカードの一部分の側断面図である。
【図５Ａ】本発明の例示的な実施例によるプローブカードアセンブリの一部分のブロック
図による側面図である。
【図５Ｂ】本発明の例示的な実施例による別のプローブカードアセンブリの一部分のブロ
ック図による側面図である。
【図６Ａ】本発明の例示的な実施例によるさらに別のプローブカードアセンブリの一部分
のブロック図による側面図である。
【図６Ｂ】本発明の例示的な実施例によるさらに別のプローブカードアセンブリの一部分
のブロック図による側面図である。
【符号の説明】
【００４４】
10　積層型基板アセンブリ
20　第一基板
22　第二面
24　第一面
26　電気トレース
30　第二基板
32　第二面
34　第一面
36　溝
38, 40　側面
44, 45, 46　電気接点
48　バンプ
49　コイン状バンプ
60　プローブ
62　第一端部
64　第二端部
66　プローブ先端部
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70　導電性ワイヤ
72　第一端部
74　第二端部
100　積層型基板アセンブリ
130　第二基板
138　第一縁部
140　第二縁部
200, 200a　プローブカードアセンブリ
202　プリント基板
202a, 204a, 204b　接点
204　インタフェースボード
206　はんだボール
208　基板
208a　接点パッド
208b　導電性トレース
210　はんだボール
212　導体
214　プローブ素子
214a　柱
214b　梁部
214c　先端部
300　プローブカードアセンブリ
216　インターポーザ
300, 400　プローブカードアセンブリ

【図１】 【図２】
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